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Werkzeug, Oberflache und Prozess gemeinsam auswahlen
Trockenpolieren und Gettering-Polieren nach dem Rickseitenschleifen

EHWA bietet Polierwerkzeuge fur die Feinbearbeitung von Siliziumwafern nach dem Back Grinding. DP
dient der Trockenpolitur; GDP und GPP erganzen das Programm um Ausflhrungen fur
Gettering-Polieren. Die Beispiele zeigen spiegelnde Oberflachen, geringe Rauheit und eine héhere
Die-Festigkeit nach dem Polierschritt. Werkzeugausfiihrung, Schutzband, Maschine und gewiinschte
Rlckseitenstruktur werden aufeinander abgestimmt.

Programm Bezeichnung Dargestelite Anwendung

DP Dry Polishing Wheel Trockenpolieren von
Siliziumwafern; Wollfilz mit Zr02,
angegeben mit 250 nm

GDP Gettering Dry Polishing Wheel / Gettering-Trockenpolieren;
Pad unterschiedliche Werkzeug- und
Maschinenbeispiele

GPP Gettering Polishing Pad Gettering-Polieren; Versuch mit
12-Zoll-Siliziumwafern auf DISCO
DGP8761

Beim Trockenpolieren ist das Poliermittel im Werkzeug enthalten; der Polierschritt benétigt keine
separate Polierslurry. Die Bearbeitung kann Schleifschadigungen der Wafer-Rlickseite reduzieren und
die mechanische Belastbarkeit unterstiitzen. Fiir Gettering wird zugleich eine geeignete
Ruckseitenstruktur bendtigt, an der Verunreinigungen gebunden werden kdnnen. Eine niedrige Rauheit
allein weist diese Funktion nicht nach. Die aufgeflihrten DP-, GDP- und GPP-Ausflihrungen werden
deshalb mit ihren jeweiligen Prozessbeispielen beschrieben.

DP-350D: Feldversuch und optische Messung

Die DP-Ausfuhrungen zeigen einen Wollfilz mit ZrO2 (250 nm) fur das Polieren von Siliziumwafern. Die
Prozessfolge besteht aus EHWA-Back-Grinding-Werkzeugen auf Z1 und Z2 sowie EHWA DP-350D auf
Z3. Zwei DP-Unterlagen enthalten dieses Beispiel mit unterschiedlichen Bildauflosungen; die Bilder
beider Fassungen bleiben erhalten.
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DP: Wollfilz und ZrO2 (250 nm)

Polierwerkzeug
Schematische Bildzuordnung - Q004

DP-Werkzeug und impragnierter Wollfilz; REM-Aufnahme mit OriginalmaBstab 50 um, Fassung Q004.

DP: Wollfilz und ZrO2 (250 nm)

Polierwerkzeug Impréagnierter Filz - REM x1000

Schematische Bildzuordnung - Q019

DP-Werkzeug und impragnierter Wollfilz; REM-Aufnahme mit OriginalmaBstab 50 um, Fassung Q019.
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Bearbeitungsanlage im Prozessbeispiel DP-350D, Fassung
QO004.

Siliziumwafer im Prozessbeispiel DP-350D, Fassung Q019. Bearbeitungsanlage im Prozessbeispiel DP-350D, Fassung
QO019.

Feldversuch Q004 Q019
Abtastintervall 1,0 um 1,0 um
Objektiv 20x 20x
Cutoff-Filter 80,00 um 80,00 um
Messgerat MP2000+ MP2000+
Mittlere Rauheit, Ra Average 1,64 A 1,64 A
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Originale Messanzeige des DP-Feldversuchs aus Q019,
einschlieBlich der Einzelprofile.

Originale Messanzeige des DP-Feldversuchs aus Q004,
einschlieBlich der Einzelprofile.

Separate optische Messung Q004 / Q019

Ra 1,17 nm

Rq 1,48 nm

Rt 11,97 nm

Messgerat Wyko NT3300

Verfahren Optische 3D-Oberflachenmessung

Optische 3D-Oberflache aus Q019 mit unveranderter
Farbskala und raumlichen Achsen.

626.1 um

-58

Optische 3D-Oberflache aus Q004 mit unveranderter
Farbskala und raumlichen Achsen.

Die Ergebnisse stammen aus unterschiedlichen Messaufbauten. Die ,&—Angabe des Feldversuchs und die
nm-Angaben der optischen Messung werden separat geflhrt.
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DP: Wollfilz und Impragnierung

Die ausfuhrlichere DP-Darstellung beschreibt Wollfilz und ZrO2 (250 nm). Vor der Impragnierung zeigt
die REM-Aufnahme die Filzfasern; nach der Impragnierung wird die Oberflache als Harz mit ZrO2
bezeichnet. Die eingebetteten OriginalmaBstabe betragen jeweils 50 um bei 1000-facher VergroBerung.

DP: Wollfilz und ZrO2 (250 nm)

Polierwerkzeug Impréagnierter Filz - REM x1000

Schematische Bildzuordnung - Q219

DP-Werkzeug und REM-Struktur des impragnierten Filzes nach Q219, Seite 1.

Zwei dargestellte DP-Werkzeuge nach Q219.
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DP: vor und nach der Impréagnierung

Vor der Impragnierung Nach der Impragnierung

X
Det| HFW WD Mag
LFD|0.13 mm| 12.9 mm|1000x

Det| HF
ETD|0.13 mm|10.2 mm|1000x

Wollfilz Harz + ZrO2
REM x1000 - OriginalmaBstabe 50 um

Wollfilz vor und nach der Impragnierung; Harz und ZrO2 sind am urspriinglichen Bildbereich gekennzeichnet.

DP-350D-LJC250: Prozess fur 8- und 12-Zoll-Wafer

Das Anwendungsbeispiel nennt Siliziumwafer mit 8 und 12 Zoll. Die Werkzeugfolge enthalt die
vollstandigen Spezifikationen fir das Rickseitenschleifen und den abschlieBenden DP-Schritt:

Station EHWA-Werkzeug

Z1 BG01-D2-203D4.0W5X-325-RSL
Z2 NP-D2-203D3.0W5X-5000J-VK8B
Z3 DP-350D-LJC250
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Siliziumwafer im DP-Prozess fiir 8 und 12 Zoll nach Q219. Polierstation des DP-Prozessbeispiels nach Q219.

DP: Rauheit im ausfuhrlichen Prozessbeispiel

Feldmessung nach Q219, Seite 4 Angabe

Abtastintervall 1,0 um
Objektiv 20x
Cutoff-Filter 80,00 pum
Messgerat MP2000+
Mittlere Rauheit, Ra Average 5,04 A

D 021045,
T me 0310416 ol

Originale Feldmessanzeige nach Q219 mit Einzelprofilen und unveranderten Messangaben.
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Separate optische Messung nach Q219 Angabe

Ra 1,177 nm

Rq 1,48 nm

Rt 11,97 nm

Messgerat Wyko NT3300

Verfahren Optische 3D-Oberflachenmessung

- -5.8

Optische 3D-Oberflache nach Q219 mit Original-Farbskala in nm und raumlichen Achsen.

Der Feldwert 5,04 A gehort zu diesem Beispiel; die kiirzeren DP-350D-Unterlagen nennen 1,64 A. Die
Unterschiede werden als Varianten der jeweiligen Versuchsunterlagen erhalten. Eine gemeinsame
Leistungsgrenze wird daraus nicht abgeleitet.

DP: weitere Darstellung der Werkzeugfolge und Messungen

Die DP-Fassung innerhalb der GPP-/DP-Unterlage zeigt ebenfalls Wollfilz und ZrO2 (250 nm), den
Vergleich vor und nach der Impragnierung sowie Siliziumwafer mit 8 und 12 Zoll. Die Bilddarstellungen
und Werkzeugcodes dieser Fassung sind vollstandig aufgefihrt.
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DP: Wollfilz und ZrO2 (250 nm)

Polierwerkzeug Impréagnierter Filz - REM x1000
Schematische Bildzuordnung - Q232

DP-Werkzeug und impragnierter Wollfilz nach Q232, Seite 3.

DP: vor und nach der Impragnierung

Vor der Impragnierung Nach der Impragnierung

Wollfilz Harz + ZrO2
REM x1000 - OriginalmaBstabe 50 um

REM-Vergleich vor und nach der Impragnierung nach Q232, mit erhaltenen Originalmarkierungen und MaBstaben.
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Zwei DP-Werkzeuge aus der GPP-/DP-Darstellung.

Siliziumwafer im Prozessbeispiel nach Q232.

Polierstation im Prozessbeispiel nach Q232.

Station Werkzeug nach Q232, Seite 3

Z1 BG01-D2-203D4.0W5X-325-RSL
Z2 NP-D2-203D3.0W5X-5000J-VK8B
Z3 DP-350D-LJC250
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Feldmessung nhach Q232, Seite 4

Abtastintervall
Objektiv
Cutoff-Filter
Messgerat

Mittlere Rauheit, Ra Average

1,0 um
20x
80,00 um
MP2000+

5,04 A

Feldmessanzeige nach Q232 mit den urspriinglichen Einzelprofilen.

Separate optische Messung nach Q232 Angabe

Ra

Rq

Rt

Messgerat

Verfahren
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G261 um

Optische 3D-Oberflache nach Q232; Farbskala und rdumliche Achsen bleiben erhalten.

GDP 450D-26T-130H: Prozess und Mikrostruktur

Das GDP-Beispiel ,Sample 1" beschreibt 12-Zoll-Siliziumwafer, ein Lintec-Schutzband und die unten
genannten Maschinen. Die Mikrostruktur ist mit 500-, 2000- und 10000-facher VergroBerung dargestellt;
die OriginalmaBstabe sind 100, 20 und 5 pm. Q005 und Q022 enthalten dieselbe nachgewiesen
identische Seite, die hier gemeinsam dargestellt wird.

GDP: Werkzeug und Mikrostruktur

VergroBerungsfolge der Quelle

—= -

x500 x2000 x10000

Dargestellte Werkzeugausfiihrung

REM-Aufnahmen und OriginalmaBstabe unverandert.
Schematische Bildzuordnung - Q005

GDP-Werkzeug und VergroBerungsfolge x500, x2000 und x10000; alle REM-MaBstabe und Originalmarkierungen bleiben erhalten.

Redaktionsstand 2026-10-13 | DE 14



EHWA EUROPE

TECHNISCHER KATALOG

Versuchsbedingung GDP ,,Sample 1"

Werkstlick Siliziumwafer, 12 Zoll
Back-Grinding-Tape Lintec P-7180 (180 um)
Maschinenangabe DGP 8761 (NN2412) & DFM2800
Menge 10 Dummy-Wafer

Z1 EHWA Back Grinding Wheel

Z2 EHWA Back Grinding Wheel

Z3 EHWA-GDP 450D-26T-130H

GDP: TEM-Praparation und Schadigungstiefe

Zur Untersuchung wird eine Probe aus dem Wafer enthommen. Das Praparationsschema kennzeichnet
eine Tiefe von 6 um und ein weiteres ProbenmaB von 6 um. Die anschlieBende TEM-Darstellung ist mit
12000-facher VergroBerung angegeben. Sie unterscheidet Kohlenstoffband flir TEM, eine
Pt-Beschichtung fur TEM, die geatzte Oberflache und die Breite der Vertiefung (,Width of recess").

GDP: Probenpraparation fur TEM

Tiefe: 6 pm

TEM
x12000

|

-

6 um

Siliziumwafer
Enthommene Probe

Schematische Praparation; MaBe und VergroBerung nach Q005 / Q022.

Neu gesetztes Praparationsschema mit beiden 6-pum-Angaben und TEM x12000.
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( Carbon tape for TEM

{_ Pt coating for TEM

Etched surface

dth of recess

TEM-Querschnitt mit urspriinglichen Pfeilen und
Markierungen: Kohlenstoffband, Pt-Beschichtung, geatzte
Oberflache und Breite der Vertiefung.

TEM-Messbild der Schadigungstiefe mit Originalwert 84,82
nm und OriginalmaBstab 100 nm.

Die ausgewiesene Schadigungstiefe betragt 84,82 nm. Sie beschreibt den dargestellten TEM-Befund
dieses GDP-Versuchs; sie ist keine allgemeine Grenzangabe flir andere GDP-Ausfihrungen.

GDP 300D-26T: weiterer Maschinenversuch

Eine weitere GDP-Ausflihrung zeigt ein Werkzeug mit finf Polierflachen sowie eine
Werkzeugpaar-Abbildung. Die drei REM-Strukturen tragen die VergroBerungen x500, x2000 und
x10000; ihre Reihenfolge ist zusatzlich mit 1, 2 und 3 markiert.

GDP: Werkzeug und Mikrostruktur

Dargestellte Werkzeugausfiihrung
REM-Aufnahmen und OriginalmaBstabe unverandert.
Schematische Bildzuordnung - Q220

GDP-Werkzeug und drei nummerierte REM-Strukturen nach Q220, Seite 1.
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Zwei GDP-Werkzeuge aus der Darstellung nach Q220.
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Versuchsbedingung GDP nach Q220

Werkstuck Siliziumwafer, 12 Zoll
Back-Grinding-Tape AMC APB1-330

Maschine INSEMITEC IVG 3030
Menge 10 Dummy-Wafer

Z1 EHWA Back Grinding Wheel
Z2 EHWA Back Grinding Wheel
Z3 EHWA-GDP 300D-26T

GDP: Oberflachenrauheit und Die-Festigkeit

Messposition Ra im GDP-Versuch nach Q220
Zentrum (Center) 0,92 nm

Mittlerer Bereich (Middle) 1,05 nm

Rand (Edge) 1,177 nm
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3 Drimewsinesl Juteractive Dispkay 3 Diinnewsiveal Iuteractive Lisplay

GDP-Oberflaichenmessung im Zentrum; Originalmessanzeige GDP-Oberflachenmessung im mittieren Bereich;
und 3D-Oberflache bleiben erhalten. Originalmessanzeige und 3D-Oberflache bleiben erhalten.

3 Dimnensivnal Doteractive Display

Weitere dargestellte GDP-Werkzeugausfiihrung mit vier
Polierflachen.

GDP-Oberflachenmessung am Rand; Originalmessanzeige
und 3D-Oberflache bleiben erhalten.

Der Festigkeitsvergleich nennt 560 MPa nach Z2 und 730 MPa fiir EHWA GDP. Er zeigt im beschriebenen
Versuch eine hohere Die-Festigkeit nach dem GDP-Schritt. Die Prtfung wird als ,Die Strength”
bezeichnet; Prifmethode und Enddicke sind hier nicht naher angegeben.

Vergleich Die-Festigkeit

Z2 560 MPa

EHWA GDP 730 MPa
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Die-Festigkeit im Anwendungsversuch

MPa
800

730
700
600 560
500
400
300
200

100

0
Z2 EHWA GDP

Ergebnis des beschriebenen Versuchs; keine allgemeine Festigkeitsgarantie.
Q220 - Vergleich Z2 /| GDP

Die-Festigkeit: Z2 560 MPa und EHWA GDP 730 MPa; Achse 0-800 MPa.

GPP: Gettering Polishing Pad

Das GPP-Beispiel zeigt eine Ausfliihrung mit finf Polierflachen, eine Werkzeugpaar-Abbildung und drei
REM-Strukturen mit x500, x2000 und x10000. Die zugehdrigen OriginalmaBstabe betragen 100, 20 und
5 pm. Fir dieses Beispiel ist ein DISCO-DGP8761-Prozess angegeben.
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GPP: Werkzeug und Mikrostruktur

Dargestellte Werkzeugausfiihrung

REM-Aufnahmen und OriginalmaBstabe unverandert.
Schematische Bildzuordnung - Q232

GPP-Werkzeug und drei REM-Strukturen nach Q232, Seite 1.

Zwei GPP-Werkzeuge aus dem dargestellten Programm.

Versuchsbedingung GPP nach Q232

Werkstuck Siliziumwafer, 12 Zoll
Back-Grinding-Tape AMC APB1-330

Maschine DISCO DGP8761

Menge 10 Dummy-Wafer

Z1 EHWA Back Grinding Wheel
Z2 EHWA Back Grinding Wheel
Z3 EHWA-Gettering Polishing Pad

Redaktionsstand 2026-10-13 | DE 20



EHWA EUROPE

TECHNISCHER KATALOG

GPP: Oberflachenmessung und Festigkeitsvergleich

Messposition Ra im GPP-Versuch nach Q232
Zentrum (Center) 0,92 nm

Mittlerer Bereich (Middle) 1,05 nm

Rand (Edge) 1,17 nm

_;‘w‘" 3 Uintersisisl Destegaufive Loy “‘gm 3 Liapensivral lnterssctive Ui play

Tige Ime

GPP-Oberflachenmessung im Zentrum mit GPP-Oberflachenmessung im mittleren Bereich mit
Originalmessanzeige und Farbskala. Originalmessanzeige und Farbskala.
-';@“ 3 Disscenivnid Iievuctive Display

(LT

GPP-Oberflachenmessung am Rand mit Originalmessanzeige
und Farbskala.

Vergleich Die-Festigkeit
z2 560 MPa
EHWA GPP 730 MPa
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Die-Festigkeit im Anwendungsversuch

MPa
800 730
700

600 560
500
400
300
200
100

0
Z2 EHWA GPP

Ergebnis des beschriebenen Versuchs; keine allgemeine Festigkeitsgarantie.
Q232 - Vergleich Z2 | GPP

Die-Festigkeit: Z2 560 MPa und EHWA GPP 730 MPa; Achse 0-800 MPa.
Der Vergleich zeigt eine hohere Die-Festigkeit nach dem GPP-Schritt unter den beschriebenen
Versuchsbedingungen. Die Zahlen sind dem GPP-Beispiel zugeordnet; aus den gleichen Ergebniszahlen

des separaten GDP-Beispiels folgt keine allgemeine Gleichheit der Werkzeuge. Prifmethode und
Enddicke werden in dieser Darstellung nicht spezifiziert.
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GDP-Pad: zusatzliche Werkzeugdarstellung

Die weitere GDP-Pad-Unterlage nennt dieselbe Bezeichnung ,EHWA-Gettering Polishing Pad" fir Z3 und
zeigt ein Werkzeug mit funf Polierflachen, eine Werkzeugpaar-Abbildung sowie REM-Strukturen mit
x500, x2000 und x10000. Sie enthalt die folgenden Prozessbedingungen, ohne eigene Rauheits- oder
Festigkeitswerte hinzuzufligen:

GDP-Pad: Werkzeug und Mikrostruktur

Dargestellte Werkzeugausfiihrung

x500

Schematische Bildzuordnung - OriginalmaBstdbe unverandert.

GDP-Pad und REM-Strukturen nach Q273 mit Originalmarkierung und den MaBstaben 100, 20 und 5 um.

Zwei GDP-Pads aus der zusatzlichen Werkzeugdarstellung.
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Versuchsbedingung GDP-Pad nach Q273
Werkstlick Siliziumwafer, 12 Zoll
Back-Grinding-Tape AMC APB1-330

Maschine DISCO DGP8761

Menge 10 Dummy-Wafer

Z1 EHWA Back Grinding Wheel
Z2 EHWA Back Grinding Wheel
Z3 EHWA-Gettering Polishing Pad

Polierprozess fur lhre Wafer abstimmen

Fur die Auswahl helfen Waferwerkstoff und -durchmesser, Ausgangs- und Enddicke,
Frontseitenstruktur, Schutzband, Maschine und Z1-/Z2-Werkzeuge. Erganzen Sie die geforderte Rauheit
mit Messverfahren und Messpositionen sowie Anforderungen an Die-Festigkeit, Gettering, Abtrag und
Taktzeit. EHWA Europe unterstitzt Sie dabei, Werkzeug und Prozess anhand dieser Angaben
abzustimmen.

Technische Anfrage an EHWA Europe - Telefon +49 6173 99778-0

Technische Grundlage

EHWA-Unterlagen: Dry Polishing Wheel DP (Q004 und Q019, jeweils 1 Seite); GDP Wheel (Q005 und
Q022, jeweils 1identische Seite); DP Wheel (Q219, Seiten 1-4); GDP Wheel (Q220, Seiten 1-2); GPP / DP
(Q232, Seiten 1-4); GDP Gettering Dry Polishing Pad (Q273, 1 Seite). Alle aufgefiihrten Versuchswerte
gelten flr die jeweils beschriebene Untersuchung.

Die erganzende Verfahrenseinordnung stitzt sich auf DISCO: Trockenpolieren und DISCO: Gettering DP.
Diese Quellen erlautern das Verfahren; deren fremde Produkt- und Versuchswerte werden nicht in die
EHWA-Tabellen Ubertragen.
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